processing

C'est ici que la machine va réelement commencer a travailler, en suivant les phases et étapes du
workflow.

Dans notre cas le travail est divisé en 3 phases; entre les phases le PCB devra étre retiré puis

repositionné sur la machine. Les fiducials et la caméra de la machine permettront de parfaitement
repositioner I'origine entre les phases.

Pour chaque phase, les différentes étapes sont détaillées avec des instructions pour I'utilisateur.
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